VIETA331 — Elektronikai Gyartds és Mindségbiztositds — idobeosztds és tematika
2013/14 tanév, 2. félév — hétfé 14.15-16.00 QBF 08, péntek 8.15-10.00 QBF08

Datum Ea Tétel Kidolgozas
02.10 (H) | KO | Bevezetés. A targy célkitizése, tematikaja és kdvetelményei + Onallé labor téma -
tdjékoztatd
02.14 (P) | GA | TGyl: Tervezési példak - nyomtatott huzalozasu lemezek
02.17 (H) | KO | A nyomtatott huzalozasu lemezek rajzolatkialakitdsanak tervezési iranyelvei I, K1
02.21 (P) | KO | Hajlékony hordozéju nyomtatott huzalozasu lemezek tulajdonsagai és tervezési Il
iranyelvei
02.24 (H) | KO | Chipbeiiltetési és mikrohuzalkodtési technoldgiak 1, 11
02.28 (P) | KO | Flip-chip-ek technoldgiaja, bumpkészitési technoldgidk v, 12
03.03 (H) | KO | ZH1 + BGA tokozasu alkatrészek, 3D szereléstechnoldgiak vV, 13
03.07 (P) | KO | Stencilek készitési technoldgidi, stenciltervezési iranyelvek VI, K2
03.10 (H) | KO | Alkatrészek gépesitett belltetése. VII, K3
03.14 (P) | KO | TGy2: Stenciltervezési példak
03.17 (H) | KO Ujradmlesztéses forrasztas, hulldmforrasztas VIII, K4
03.21 (P) | KO | ZH2 + TGy3: Forrasztasi technoldgidk szamitasi példai
03.24 (H) | KO | Az elektronikai gyartas ellenérzé berendezései (AOI, X-RAY, ICT) IX, K5
03.28 (P) | KO | Kotési technoldgiak mindsité mddszerei X
03.31(H) |IB Klimaalldsagi vizsgalatok, élettartam vizsgalatok, megbizhatdsagi vizsgalatok
berendezései
04.04 (P) | KO | TGy4: Kotések ellen6rzésének és mechanikai mindsitésének példai
04.07 (H) |IB ZH3 + A megbizhatdsag elméleti alapjai. Elektronikai alkatrészek és készilékek N1
megbizhatdsagi jellemz6i, élettartam modellek N2

04.11(P) |IB TGy5: Megbizhatésag modellek és élettartam modellek szamitasi példai

04.14 (H) | INF | Infineon - Six Sigma mddszertan bemutatatasa gyakorlati alkalmazasa félvezet6

gyartasban
04.18(P) | IB A min@ségligyi rendszerek kialakuldsa, az ISO 9000 min&ségligyi rendszer szerinti N3

mindségbiztositas.

04.21(H) |11 | Husvét

04.25(P) |IB ZH4 + Mintavételezés és mintakiértékelés (AQL, hipotézisvizsgalatok)

04.28 (H) | INF | Infineon - 8D - Probléma megoldas minden mérndk feladata - Hogyan kezeliink
egy problémat?

05.05 (H) | INF | Infineon - Munkakornyezet kialakitasa, 5S moédszertan gyakorlati alkalmazasa H2
05.09 (P) | HI A gyartérendszerek mikodtetésének kornyezetvédelmi feladatai. Veszélyes H3, H2

munkafolyamatok, életvédelmi rendszerek. Elektrosztatikus védelem.

05.09 (P) | HI TGy6: Mindségbiztositasi technikak példai

05.12(H) | IB Statisztikai folyamatszabalyzas (SPC), gép és folyamatképesség H1

05.16 (P) |IB TGy7: Statisztikai folyamatszabalyzas szamitasi példai

El6addk:

KO Krammer Olivér
IB Illés Balazs

HI Hajdu Istvan
GA Géczy Attila

kimaradt tételek: S1, S2, S3, S4, (N4 ?)



2012-es kidolgozas tételei:

. Tétel: Aramkéri hordozék — nyomtatott huzalozasu lemezek mintazatkialakitasanak tervezési
irdnyelvei

[ll. Mikrohuzal kotési technoldgiak

IV. tétel: Bumpok készitési technikai

V. tétel: BGA tokozdasu alkatrészek konstrukcidja, 3D szereléstechnolégidk

VI. tétel: Stencilek tervezési irdnyelvei és a stencilnyomtatds folyamata

VII. tétel: Alkatrészbeliltetés

VIII. tétel: Ujradmlesztéses forrasztasi technoldgia, szelektiv hullamforrasztasi technoldgiak
IX. tétel: Az elektronikai gyartas ellenérz6 berendezései

X. tétel: Az elektronikai gyartas mindsité modszerei

2011-es kidolgozas:

N1 - A megbizhatdsdg elméleti alapjai. Elektronikai alkatrészek és késziilékek megbizhatdsagi
jellemzéi

N2 — Elettartam vizsgalatok és élettartam modellek

|1 — Chipbeliltetési és mikrohuzalkdtési technologiak

12 — Flip-chip technoldgia. Bump készitési technolégidk. BGA és CSP alkatrészek

I3 — Chipek 3D szerelési technolodgiai. A TSV (Through-Silicon-Via) technoldgia

K1 — A rajzolatkialakitas tervezési irdnyelvei

K2 — Szerelési technoldgidk: stencilnyomtatas, szitanyomtatas

K3 — Alkatrészek beliltetése. A forrasztds alapjai.

K4 — Ujradmlesztéses forrasztas, Hullamforrasztds, Szelektiv forrasztas

K5 — Ellen6rz6 berendezések (AOI, X-RAY, ICT)

S1 - A modellezés és szimulacié alapjai.

S2 — Hatékony modellez6 eszkdzok bemutatdsa: Comsol, Simulink, stb.

S3 — Reflow kemence termikus modellezése. Tobbrétegl nyomtatott huzalozasu lemez
mechanikai vizsgalata

S4 — Aramkor/késziilék megbizhatdsagi analizise Simulink-kel.

H1 — Gyartéberendezések és gyartdsorok minésit6é képességvizsgalatai. A minGségellendrzés
matematikai és statisztikai modszerei

H2 — Az elektronikai gyartds kornyezetének kialakitasa. Elektrosztatikus védelem. Az ,,55"
kovetelmények.

H3 — A gyartérendszerek miikodtetésének kornyezetvédelmi feladatai. Veszélyes
munkafolyamatok, egészség- és életvédelmi rendszerek.

N3 — A minGségligyi rendszerek kialakuldsa, az ISO 9000 minGségligyi rendszer szerinti
mindségbiztositas.

N4 — Teljeskor( min&ségbiztositasi rendszerek, mindségbiztositdsi technikak.



